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本报记者 陈炳欣

构建汽车芯片标准体系

上下游企业需同心协力

汽车芯片标准

更严苛

相比消费类半导体，汽车芯片

需要在更加严苛的工作环境下保持

稳定运行，其标准也高于工业级和

民用级芯片。

“考虑到安全性、工作环境等一

系列因素的影响，汽车级芯片的制造

要求远高于工业级芯片和民用级芯

片，这体现在适应温度、电路设计、材

料选用、工艺处理和系统等方面，因

此汽车级芯片的价格也明显处于高

位。”赛迪顾问集成电路产业研究中

心总经理滕冉向《中国电子报》表示。

在全球范围内，车规级芯片在

设计、生产、可靠性认证等阶段有相

对应的参考标准，包括设计阶段的

ISO26262，生 产 制 造 阶 段 的

TS16949、AEC-Q，可靠性认证阶

段的AEC-Q等。其中，ISO26262定

义了适用于汽车电子和电气安全相

关系统生命周期的汽车设备的功能

安全性。AEC-Q100 是由汽车电子

协会制定的一套针对集成电路的质

量测试标准，建立了汽车电子的通

用部件认证和质量体系标准。

在国内，汽车芯片标准的研究

制定，也引起了产学研各方的重

视。2021 年 6 月，中国汽车芯片产

业创新战略联盟启动了汽车芯片团

队标准体系建设，目前已经发布 14

项团体标准，覆盖了通则以及通信、

微控制器等关键芯片的测试流程。

2021年10月，由国家新能源汽车技

术创新中心（以下简称国创中心）牵

头联合行业力量编制的纯电动乘用

车车规级芯片系列团体标准发布，

包含《纯电动乘用车车规级芯片一

般要求》《纯电动乘用车控制芯片功

能安全要求及测试方法》《纯电动乘

用车控制芯片整车环境舱试验方

法》等9项标准。

上下游

协同推进标准体系建设

总体来看，在适用芯片的基础

性车规标准和技术规范方面，国内

的标准体系还有待完善。滕冉表

示，一方面要开展ISO26262标准在

汽车芯片验证的方法学研究，对现

有的国际芯片标准提升认知，指导

芯片公司从源头上设计出符合车规

要求的芯片；另一方面，要推出国内

适用芯片的基础性车规标准，做自

己的标准，使芯片厂商和整车厂商

对汽车芯片要求理解一致。上汽集

团党委书记、董事长陈虹也表示，建

议通过政策引导，多方协同，建立车

规级芯片统一的技术规范和标准，

并成立第三方检测认证平台。

在制定标准的同时，完善的认

证流程也不容忽视。国家新能源汽

车技术创新中心总经理、中国汽车

芯片产业创新战略联盟秘书长原诚

寅向《中国电子报》记者表示，汽车

芯片标准体系的构建，既要形成标

准，也要形成完整的认证流程，确保

合格的芯片尽快通过认证，让整车

企业放心使用。这个过程需要产业

上下游的协同推进。

“在这个过程中，行业上下游特

别是下游用户要深度介入，才能真

正实现产业协同。因为所有的认证

测试都是为了下游用户更好地使用

上游企业生产的器件产品，服务于

产品开发。这需要行业达成深度共

识。”原诚寅表示，“同时需要注意，

国内的汽车芯片产品还处于起步阶

段，很难快速达到国际厂商的同等

水平。在这个过程中，产业上下游

要有支持协同的心态，而不是简单

地进行横向的对比拉平，以更好地

支持产业发展。”

软件定义汽车

催生算力需求

随着智能化、电动化、网联化的

发展，汽车产业正在发生巨大改变，

“软件定义汽车（SDV）”逐渐成为业

界共识。相关统计数据显示，目前约

90%汽车行业的创新来自汽车软件

和电子领域。受到这一趋势的影响，

智能汽车的设计架构也在发生巨大

改变，从传统的分布式ECU架构向

域控制器集中式架构演进。

广汽研究院智能网联技术研发

中心副主任梁伟强就指出：“芯片的

集成化程度越来越高，算力越来越

大，已经成为智能汽车向集中式架

构发展的关键，对扩展智能驾驶场

景、提升智慧座舱的交互体验至关

重要。芯片的算力和集成度直接决

定了电子电器架构的形态，从而决

定了智能汽车的性能和表现。”

算力的提升对于汽车的供应链

管理，解决汽车产业缺芯问题，也有

巨大帮助。根据地平线副总裁李星

宇的介绍，目前汽车中需要管理汽

车芯片的料号超过1000种，一辆汽

车用到的芯片达到 300 颗，未来随

着智能汽车的进一步发展，数量还

会更大。车厂需要进一步简化架构，

大幅度减少汽车芯片种类，提升单

芯片本身的性能和集成度是解决这

一问题的重要方向。

在此情况下，越来越多的芯片

厂商投入到算力比拼的战场当中。

英伟达作为行业龙头，最新推出的

自动驾驶芯片Atlan，单颗芯片的算

力达到1000TOPS（每秒1万亿次定

点计算），相比此前推出的自动驾驶

芯片Orin，算力提升接近4倍。国内

厂商方面，地平线拥有国内首款车

规级AI芯片征程，征程五算力可达

96TOPS。黑芝麻于 2021 年在上海

车展发布新一代 A1000pro，算力达

到106TOPS。

“云-网-边-端”融合

应对算力上限挑战

不过汽车的智能化并非堆砌硬

件那么简单。业界普遍认为，当前汽

车所需算力可根据车内传感器采集

到的数据量综合推算出来，L2级别

的自动驾驶，计算能力大致需要

10TOPS，L3 需要 100TOPS 以上的

算力，到 L3+的算力级别已经上升

到1000TOPS以上。然而，要想支撑

庞大算力的应用，车载计算平台的

复杂度将呈数倍提升，芯片供应商

势必将面临功耗、散热、电磁、质量

等多重挑战。

更重要的是，在汽车IT化的大

背景下，消费者在智能手机上的用

户体验和使用偏好正在延伸至车载

环境。智能手机可以通过系统性的

升级让消费者体验到阶段性的功能

更新，汽车的应用周期更长，却不可

能像手机一样用一两年就更换。如

何满足汽车在生命周期内，OTA软

件与算法升级带来的持续上涨的算

力需求，将是芯片厂商面临的更加

重要的挑战。

黑芝麻 CEO 单记章在此前的

演讲中曾经介绍，现在的一个新的

商业模式是在车内进行硬件预埋，

然后通过软件升级提供附加价值。

车企不是特别了解未来需要多大的

算力，但可以先把算力预埋进去，之

后再去升级它的功能。

驭势资本报告显示，这也是目

前车厂相对普遍的作法，采用“硬件

预置，软件升级”的策略，通过预置

大算力芯片，为后续软件与算法升

级优化提供发展空间。车载计算芯

片在上车之后需要满足产品5至10

年的使用需求。

但是，硬件预置也只能在一定

程度上解决这一问题，要想从根本

上突破单车算力的物理上限，实现

算力供给弹性拓展，还需要从“云-

网-边-端”融合计算的角度发力。

东土科技高级副总经理薛百华指

出，未来智能车的发展肯定是以软

件定义的架构出现，要解决算力问

题，一是如何提供更好的硬件算力，

二是如何提供更高的网络带宽，以

便进行实时通信。这是未来汽车发

展需要面对的两个必不可少问题。

也就是说，未来的智能汽车需

要通过云端、通信网端、边端、车

端的连接融合，建立一个充满计算

和通信能力的环境，形成智能汽车

算力服务网络。在新的计算架构

下，5G+V2X提供更高效的通信管

道，云端、边端、车端之间可实现

近似实时的数据交互。智能汽车与

边缘计算节点实现协同感知和计算

任务协同，具备低时延、本地数据

脱敏处理等优势，车载计算平台聚

焦现场级计算需求，云计算则聚焦

非实时的大体量数据分析与算法训

练。在“云-网-边-端”融合的泛在

计算架构下，实现车载计算的庞大

算力需求。

本报记者 张心怡

随着汽车智能化进程不断推进，其计算平台的算力等级也在直线飙升。如果说L2级汽车自动驾驶所需芯片算力为
10TOPS，那么业界普遍预计L3+级算力将达到1000TOPS。提升计算效率已经成为汽车智能化发展的关键一环。然而，车规级
大算力芯片的开发不仅面临功耗、散热、电磁、质量等多重挑战，芯片算力也存在物理上限。如何应对这些挑战将是车用计算芯
片厂商发展的着力点。

3月18日，工业和信息化部发布2022年汽车标准化工作要
点。围绕加快构建汽车芯片标准体系，工信部提出开展汽车企
业芯片需求及汽车芯片产业技术能力调研，联合集成电路、半导
体器件等关联行业研究发布汽车芯片标准体系，推进MCU控制
芯片、感知芯片、通信芯片、存储芯片、安全芯片、计算芯片和新
能源汽车专用芯片等标准研究和立项，启动汽车芯片功能安全、
信息安全、环境可靠性、电磁兼容性等通用规范标准预研。

车规级计算芯片车规级计算芯片
如何应对算力飙升挑战如何应对算力飙升挑战


